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by polymerisation, the novelty is that insulating, dimensionally stable 
particles (I) are incorporated in the epoxide resin compsn. during 
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Pref. (I) are glass fibre particles. The circuit board has inner 
metal layers and pref. is a multilayer circuit board. 
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-65deg.C to +125deg.C in qualification testing of circuit boards used 
for military purposes or for aerospace purposes. 
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(54) Title: PRINTED CIRCUIT BOARD 
(54)Bezeichnung: LEITERPLATTE 





(57) Abstract 

To avoid gaps in throughplating in case of important variations in temperature, non-conductive, non-deformable particles, 
for example glass-fibre particles (3), are introduced into the.expoxy resin contact mass by a polymerization process during pro- 
duction of said printed circuit boards. 

(57) Zusammenfassung 

Es wird eine Leiterplatte vorgeschlagen, bei deren Herstellung in die Epoxidharzverbindungsmasse zur Vermeidung von 
Durchkontaktierungs-Unterbrechungen bei grossen Temperaturschwankungen nichtleitende formfeste Partikel, z.B. Glasfaser- 
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Leiterplatte 

Die Erfindung betrifft eine Leiterplatte mit den Merkmalen des Oberbegrif f s 
des Anspruchs 1. 

Es ist allgemein bekannt, daB bei der Fertigung von hochwertigen Leiterplatten, 
insbesondere Multilayer-Leiterplatten, mit Epoxidharz getrankte Glasfasergewebe 
einlagen, sogenannte Prepregs, metallene mit Freistellbohrungen versehene 
Metallinnenlagen und Kupferzwischenlagen in mehreren Schichten, je nach Anzahl 
der fur die entsprechende elektronische Schaltung die die Leiterplatte spater 
aufnehmen soil, benotigten Verbindungen, vibereinander gestapelt und in einem 
Polymerisationsvorgang miteinander verbunden werden. 

Weiter ist bekannt, daB bei dem Polymerisationsvorgang das Epoxidharz aus den 
Prepregs austritt und sich zwischen den Prepregs und den Metallinnenlagen 
sowie in den Freistellbohrungen der Metallinnenlagen ablagert. 

Nach dem Polymerisationsvorgang werden die Leiterplatten gebohrt und durch- 
kontaktiert . 
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Die so hergestellten Leiterplatten, vie sie z...B._fur militarische_2wecke 
oder fur Raumfahrtzwecke verwendet werden, werden in einem Qualifikations- 
verfahren unter anderem einem vielmals zu durchfahrenden Temperaturwechseltest 
unterzogen, bei dem Temperaturen von -65 °C bis +125 °C erreicht werden. 

Nach diesem Temperaturwechseltest zeigen sich oftmals Schwachstellen an den 
Durchkontaktierungen. Die* in einem chemischen Verfahren angebrachten Durch- 
kontaktierungen losen sich im Bereich der Freistellbohrungen von der Epoxidharz- 
verbindungsmasse und es bilden sich Unterbrechungen, die die Leiterplatte un- 
brauchbar machen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, nit wenigem zusatzlichen Aufwand eine Leiterplatte 
zu schaffen, bei der dieser Nachteil vermieden wird. 

Die Losung dieser Aufgabe wird durch das im ersten Patentanspruch angegebene 
Merkmal gelost. 

Weitere Verbesserungen werden durch die Unteranspriiche erreicht. 

Die Oberflachen der mit Epoxidharz getrankten Prepregs werden bei der erfin- 
dungsgemafien Leiterplatte, vor oder wahrend der Schichtung, zusatzlich mit 
nichtleitenden formfesten Partikeln, z. B. Glasfaserpartikeln, ein oder beidsei- 
tig bestreut oder kurzzeitig mit einer oder beiden Oberflachen in einen mit 
Glasfaserpartikeln gefullten Behalter gelegt. 

Die weitere Verarbeitung der so behandelten Prepregs mit den anderen zu einer 
Leiterplatte oder Multilayer-Leiterplatte gehorenden Teilen erfolgt in der 
bekannten Weise. 

Die am Prepreg haftenden Glasfaserpartikel werden beim Polymerisationsvorgang 
zusammen mit dem aus den Prepregs austretenden Epoxidharz in die Freiraume 
zwischen den Prepregs und den Metallinnenlagen und in den Freistellbohrungen 
der Metallinnenlagen abgelagert. Bei dem nachfolgenden Bohren der Leiterplatte 
entsteht eine rauhe Bohrungsoberflache durch die in die Epoxidharzverbindungs- 
masse eingelagerten Glasfaserpartikel, die nun als kleine Glasfaserpinsel in 
die Bohrung hineinragen. 
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Diese rauhe Bohrungsoberflache gewahrleistet eine bessere Anbindung der* nach 
dem Bohren vorzunehmenden Cu-Durchkontaktierung an die Epoxidharzverbindungs- 
masse und vermeidet damit das ReiBen der Durchkontaktierung. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand des in der Zeichnung dargestellten 
Ausfiihrungsbeispiels naher erlautert. 

Die Fig. 1 zeigt in einem Ausfuhrungsbeispiel eine VergroiJerung eines Aus- 
schnitts der Lagen einer Multilayer- Leiterplatte. Bei der Schichtungf der 
Multilayer-Leiterplatte werden die einzelnen Lagen, z.B. in der in Fig. 1 
gezeigten Weise, iibereinander gestapelt. Vor dem Stapeln werden die Metallinnen- 
lagen 2 mit Freistellbohrungen 6 versehen. Die mit Epoxidharz getrankten 
Prepregs 1 werden vor Oder wahrend der Schichtung mit nichtleitenden formfesten 
Partikeln, z.B. mit Glasfaserpartikeln, ein- oder beidseitig bestreut oder 
kurzzeitig mit einer oder beiden Oberflachen in einen mit nichtleitenden 
formfesten Partikeln, z. B. mit Glasfaserpartikeln, gefullten Behalter gelegt. 

Bei dem nach der Schichtung folgenden Polymerisationsvorgang wird die Leiter- 
platte bei starkem Druck erhitzt und das Epoxidharz mit den an der Oberflache 
der Prepregs 1 haftenden Glasf aserpartikeln 3 zwischen Prepregs 1 und Metallin- 
nenlage 2 und in die Freistellbohrungen 6 der Metallinnenlagen 2 geprefit. Nach 
dem Polymerisationsvorgang wird die Leiterplatte mit den fur die Durchkontak- 
tierungen 5 benotigten Bohrungen versehen und gereinigt. 

Die in die Epoxidharzverbindungsmasse eingelagerten Glasfaserpartikel 3 stehen 
nun aus der Epoxidharzverbindungsmasse der Bohrung hervor. 
In einem nachfolgenden chemischen Vorgang werden die Bohrungen mit Cu-Durch- 
kontaktierungen 5 versehen, die mit den Enden der Glasfaserpartikel 3 fest 
verbunden sind, wie eine in Fig. 1, links unten, gezeigte weitere VergroBerung 
eines Teils einer Wand der Durchkontaktierung 5 deutlich zeigt. 
Die bei einem jetzt folgenden Temperaturwechseltest auftretenden Spannungen 
zwischen der Durchkontaktierung 5 und der sie umgebenden Epoxidharzverbindungs- 
masse werden durch die fest in den Durchkontaktierungen 5 verankerten Enden 
der Glasfaserpartikel 3 aufgenommen und damit ein Losen der Durchkontaktierung 5 
von der Epoxidharzverbindungsmasse und ein Reiflen der Durchkontaktierung 5 
selbst vermieden. 
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Patentanspriiche 

1. Leiterplatte, bei deren Herstellung nit Epoxidharz getrankte Glasfaser- 
gevebeeinlagen (Prepregs) zum Verbinden der einzelnen Teile der Leiter- 
platte in einem Polymerisationsvorgang verwendet werden, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB zusatzlich nichtleitende formfeste Partikel (3) 

bei dem Polymerisationsvorgang in die Epoxidharzverbindungsmasse ein- 
gelagert verden. 

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Partikel 
(3) Glasfaserpartikel sind. 

3. Leiterplatte nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dafi in der 
Leiterplatte Metallinnenlagen (2) angeordnet sind. 

4. Leiterplatte nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Leiterplatte eine Multilayer- Leiterplatte ist. 
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